Document made available under the 
Patent Cooperation Treaty (PCT) 



International application number: PCT/DE04/002814 
International filing date: 24 December 2004 (24.12.2004) 

Document type: Certified copy of priority document 

Document details: Country/Office: DE 

Number: 10 2004 006 533.0 

Filing date: 11 February 2004 (11.02.2004) 



Date of receipt at the International Bureau: 24 February 2005 (24.02.2005) 



Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in 
compliance with Rule 17.1(a) or (b) 




World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland 
Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (OMPI) - Geneve, Suisse 



PCT/DE 2004/ 002814- 
BUNDESREPUBUK DEUTSCHLAND 




Prioritatsbescheinigung iiber die Einreichung 
einef Patentanmeldung 



Aktenzieichen: 



. 10 2004 006 533.0 



Anmeidetag: 



1.1. Februar2004 



Anmelder/lnhaber: 



Conti Temic microeiectronic GmbH, 
9041 1 Nurnberg/DE " 



Bezeichnung: 



Elektrisch leitfahiger Kontaktstift zum Einpressen 
in eine Offnung einer Leiterplatte sowie elektrische 
Baugruppe mit einem solchen Kontaktstift 



IPC: 



H 01 R, H 05 K 



Die angehefteten Stucke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur- 
sprunglichen Unteriagen dieser Patentaiimeidung. 



Munchen, den 1 1 . Februar 2005 
Deutsches Patent- und Markenamt 
Der Prasident 
Im Auftrag 




P TM81212 = TM2003/328 



-3- 



09.02.2004 



Elektrisch leitfahiger Kontaktstift zum Einpressen in eine Offnung einer Leiterplatte 
sowie elektrische Baugruppe mit einem solchen Kontaktstift 

Die Erfindung betrifft einen elektrisch leitfahigen Kontaktstift zum Einpressen in eine 
Offnung einer Leiterplatte gemaB dem Oberbegriff von Anspruch 1 sowie elektrische 
Baugruppe mit einem solchen Kontaktstift. 

Derartige Einpresskontaktstifte werden massiv aus einem Vollstuck oder elastisch durch 
Ausgestaltung von Federoffnungen ausgebildet Die Offnung der Leiterplatte hat dabei 
vorgegebene AbmaBe, also bei den in der Regel vorgesehenen runden Offnungen einen 
Durchmesser. Der Kontaktstift weist demgegenuber zumindest in einem Teilbereich zum 
Ausbilden einer Pressverbindung ein definiertes UbermaB gegeniiber den AbmaBen der 
Offnung auf, was eine Presspassung definiert. In der Regel ist zudem die einfiihrbare Lange 
des Kontaktstifts groBer ist als die Tiefe der Offnung, so daB der Kontaktstift im 
eirigepressten Zustand durch die Leiterplatte hindurch in Einfuhrrichtung iibersteht. 

Insbesondere bei massiven Kontaktstiften treten an Leiterplatten, insbesondere an 
Leiterplatten aus GEM- oder FR4-Materialien, Verformungefi im Randbereich der 
Offnungen aufgrund der Krafte beim Einpressen auf. Insbesondere bei nicht 
durchkontaktierten Offnungen besteht dann die Gefahr, dass mit die auf der in 
Einfuhrrichtung des Kontaktstifts entgegengesetzten Seite iiegende Leiterbahn nicht 
kontaktiert wird. Insbesondere konnen auch Bereiche des dielektrischen Grundmaterials 
der Leiterplatte beim Einpressen in Einpressrichtung zwischen den Kontaktstift und die 
Leiterbahn der Leiterplatte geschoben werden. Da das dielektrische Grundmaterial selbst 
bei einem Lotprozess nicht benetzungsfahig ist, kann eine Kontaktierung dann nicht 
a ufgebaut werden. 

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Kontaktstift anzugeben, der diese Probleme umgeht. 
Diese Aufgabe wird durch die l\yierkmale des Anspruchs 1 gelost. Vorteilhafte 
Weiterbildungen sind den Unteranspruchen zu entnehmen. Zudem soil eine elektrische 
Baugruppe mit einer sicheren Kontaktierung auch fur solche Leiterplatten angegeben 
werden. 
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Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Figuren und Ausfiihrungsbeispielen naher 
eriautert. Es zeigen: 

Fig. 1 Baugruppe mit einem erfindungsgemaBen Kontaktstift 

Fig. 2 Kontaktstift und Leiterplatte vor denn Einpressen 

5 Zur Vermeidung der Verformungen und damit ggfs. einhergehenden eiektrischen 

Kontaktprobleme weist der Kontaktstift nur uber eine erste Teillange 11.1 ein UbermaB 
gegeniiber den AbmaBen der Offnung 2 auf, d.ln. der gegeniiber dem Durchmesser D2 der 
Offnung groBere Durciinnesser D1.1 erstreckt sich nur uber einen Teil des Kontaktstifts 
und es ist in Einfuhrrichtung voranliegend eine zweite Teillange (11.2) mit einenn UntermaB 
10 (D 1 .2<D2) vorgesehen, welches kleiner ist als das AbmaB der Offnung (D2). 

Die erste Teillange 11.1 ist dabei kleiner als die Tiefe 12 der Offnung 2 der Leiterplatte, so 
daB nach dem Einfiihren zumindest ein Teil des zweiten Teilbereichs 11.2 in der Offnung 
verbleibt. Dadurch wird siohergestellt, daB es auch bei massivem Kontaktstiften zu keiner 
Oder einer deutlich geringeren Verformung der Leiterplatte beim Einpressen kommt. Nach 
15 dem Einpressen verbleibt so zwischen dem Kontaktstift 1 und der Offnung 5 im unteren 
Randbereich ein Zwischenraum 7, der bei sinnfalliger Dimensionierung ausreichend ist, um 
ein Aufsteigen von Lot 8 in diesen Zwischenraum 7 zu ermoglichen. 

Die einfuhrbare Lange II des Kontaktstifts 1 wird durch den aus dem Kontaktstift 
ausgeformten Anschlag 1.3 begrenzt, wobei dieser vorzugsweise zur besseren 
20 Kraftverteilung zumindest an zwei Seiten axial symmetrisch oder umlaufend ausgebildet 
ist 

Der zweite Teilbereich 11.2 weist in der gezeigten Ausgestaltung einen Ubergangsbereich 
zum ersten Teilbereich 11.1 auf, in welchem eine stetige Verjungung erfolgt. Dadurch 
konnen ein Verkanten beim Einfiihren verhindert und eine relative konzentrische 
25 Ausrichtung des Kontaktstifts 1 zur Offnung 2 ermoglicht werden. 

Ein derartiger Kontaktstift wird vorzugsweise durch Schwall-Loten auf der der 
Einfuhrrichtung des Kontaktstifts entgegengesetzten Seite mit der Leiterplatte verbunden. 
Der besondere Vorteil dieses Kontaktstifts zeigt sich bei der Betrachtung einer 
entsprechenden Verbindung, welche in Fig. 1 skizziert ist Dort ist deutlich die geringere 
30 Verformung im unteren Randbereich der Offnung 2 der Leiterplatte und die Ausbildung 
einer guten Lotverbindung auf der Unterseite durch EinflieBen des Lots wahrend des 
Schwalllotens zu erkennen, wobei gerade kaum dielektrisches Leiterplattenplattenmaterial 
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9 in diesem Randbereich verformt, zumindest nicht bis in den Bereich 2AA/ischen 
Kontaktstift und Leiterbahn 6 gebracht wird, so dass auch keine Benutzungsprobleme 
auftreten. 

EIn derartiger Kontaktstift kann fur die Anbindung elektrischer Baueiemente einer 
5 elektrischen Baugruppe an einer Leiterplatte genutzt werden, wobei zumindest ein 
Bauelement entsprechende Kontaktstifte 1 aufweist und die Kontaktstifte 1 auf der in 
Einfuhrriclntung entgegengesetzten Seite der Leiterplatte durch Soliwall-Loten nnit einer 
Leiterbahn 6 der Leiterplatte 9 elektrisch verbunden sind. 

Zudem eignet sich ein derartiger Kontaktstift fur die Ausbildung einer Verbindung zwischen 
10 elektrischen Leiterbahnen 3,6 auf der Ober- und Unterseite einer Leiterplatte, indenn der 
^ Kontaktstift 1 in eine Offnung 2 von Kontaktzonen der Leiterbahnen 3,6 auf der Ober- und 
Pr Unterseite der Leiterplatte 9 eingepresst ist. Der Anschlag 1.3 des Kontaktstifts (1) 

beruhrt dabei auf der in Einfiihrrichtung liegenden Seite die dort befindliche Kontaktzone 

der Leiterbahn 3, wahrend der Kontaktstift 1 auf der in Einfuhrrichtung entgegengesetzten 
15 Seite durch Schwall-Loten mit der dort liegenden Kontaktzone der Leiterbahn 6 elektrisch 

verbunden ist. 

Derartige elektrische Baugruppen konnen mit einer Leiterplatte 9 aus preiswertem 
Material, insbesondere CEM 1, CEM3 oder FR4 aufgebaut sein, die bisher fur Baugruppen 
mit EinpreB-Kontaktstiften, insbesondere massiven Kontaktstiften ungeeignet waren. Die 

20 Offnung 2 in der Leiterplatte 9 braucht dabei nicht metallisiert zu sein und kann in der 

^ Leiterplatte 9 gestanzt werden. 

V Gerade fur diese preiswerten Leiterplatten konnen durch die vorgeschlagenen 

Kontaktstifte in Verbindung mit dem SchwalllotprozeB auf der Unterseite deutliche 
Kosteneinsparungen erzielt werden. 

25 
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PATENTANSPRUCHE 

1) Elektrisch leitfahiger Kontaktstift (1) zum Einpressen in eine Offnung (2) einer 
Leiterplatte (9), insbesondere fur nicht metallisierte Offnungen, wobei 

die Offnung (2) der Leiterplatte .vorgegebene AbmaBe (D2) hat und der Kontaktstift 
(1) zumindest in einem Teilbereich zum Ausbilden einer Pressverbindung ein 
definiertes UbermaB (D1.1>D2) gegenuber den AbmaBen (D2) der Offnung hat und 

die einfuhrbare Lange (11) des Kontaktstifts (1) gr5Ber ist als die Tiefe (12) der 
Offnung (2), so daB der Kontaktstift (1) im eingepressten Zustand durch die 
Leiterplatte (2) hindurch in Einfuhrriohtung iibersteht, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

der Kontaktstift (1) nur uber eine erste Teillange (11.1) ein UbermaB (D1.1) 
gegenuber der Offnung (2) aufweist und 

in Einfuhrrichtung voraniiegend eine zweite Teillange (1 1 .2) mit einem UntermaB 
(D1.2<D2) aufweist, welches kleiner ist als das AbmaB der Offnung (02), 

wobei die erste Teillange (11.1) kleiner als die Tiefe (12) der Offnung (2) der 
Leiterplatte ist, so daB nach dem Einfuhren zumindest ein Teil des zweiten 
Teilbereichs (11.2) in der Offnung verbleibt. 

2) Kontaktstift nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB ein Anschlag (1.3) 
vorgesehen ist, welcher die einfuhrbare Lange (II) des Kontaktstifts (1) begrenzt. 

3) Kontaktstift nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der zweite 
Teilbereich (11.2) einen Ubergangsbereich zum ersten Teilbereich (11.1) aufweist, in 
welchem eine stetige Verjungung erfolgt 
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4) Elektrische Baugruppe bestehend aus einer Leiterplatte (2) und elektrischen 

Bauelementen, wobei zumindest ein Bauelement Kontaktstifte (1) nach einem der 
vorangehenden Anspruche aufweist und die Kontaktstifte (1) auf der in 
Einfuhrrichtung entgegengesetzten Seite durch Schwall-Loten mit einer Leiterbahn 
5 (6) der Leiterplatte (9) elektrisch verbunden sind. 




5) Elektrische Baugruppe bestehend aus einer Leiterplatte (2) nnit elektrischen 

Leiterbahnen (3,6) auf der Ober- und Unterseite, wobei eine elektrische Verbindung 
zwischen Leiterbahnen (3,6) auf der Ober- und Unterseite durch zumindest einen 
1 0 Kontaktstift (1) nach Anspruch 2 erfoigt, 

indem der Kontaktstift (1) in eine Offnung (2) von Kontaktzonen der Leiterbahnen 
(3,6) auf der Ober- und Unterseite der Leiterplatte (9) eingepresst ist, 

wobei der Anschlag (1.3) des Kontaktstifts (1) auf der in Einfuhrrichtung liegenden 
Seite die dort befindliche Kontaktzone der Leiterbahn (3) beriihrt und 

15 - der Kontaktstift (1) auf der in Einfuhrrichtung entgegengesetzten Seite durch 

Schwall-Loten mit der dort liegenden Kontaktzone der Leiterbahn (6) elektrisch 
verbunden ist. 



25 



6) Elektrische Baugruppe nach einem der vorangehenden Anspruche 4 oder 5, 

dadurch gekennzeichnet, da'B eine Leiterplatte (9) aus GEM- oder FR4-l\/laterial 
verwendet wird. 



7) Elektrische Baugruppe einem der vorangehenden Anspruche 4 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Offnung (2) in der Leiterplatte (9) nicht metallisiert ist 

8) Elektrische Baugruppe einem der vorangehenden Anspruche 4 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Offnung (2) in der Leiterplatte (9) gestanzt ist. 
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Es wird ein elektrisch leitfahiger massiver Kontaktstift (1) zum Einpressen in eine Offnung 
5 (2) einer Leiterplatte (9), insbesondere fur nicht metallisierte Offnungen von CEM- 

Leiterplatten vorgestellt, wobei die Offnung (2) der Leiterplatte vorgegebene AbmaBe (D2) 
hat und der Kontaktstift (1) zumindest in einem Teilbereich zum Ausbilden einer 
Pressverbindung ein definiertes UbermaB (D1.1>D2) gegentiber den AbmaBen (D2) der 
Offnung hat. Die einfuhrbare Lange (II) des Kontaktstifts (1) ist groBer ais die Tiefe (12) der 
10 Offnung (2), so daB der Kontaktstift (1) im eingepressten Zustand durch die Leiterplatte (2) 
hindurch in EinfCihrriohtung Qbersteht. 

■ ErfindungsgennaB ist vorgesehen, dass der Kontaktstift (1) nur iiber eine erste Teillange 
1 (11.1) ein UbermaB (D1.1) gegenuber der Offnung (2) aufweist und in Einfuhrrichtung 

voranliegend eine zweite Teillange (11.2) mit einem UntermaB (D1.2<D2) aufweist, welches 
1 5 kleiner ist als das AbmaB der Offnung (D2), wobei die erste Teillange (11.1) kleiner als die 

Tiefe (12) der Offnung (2) der Leiterplatte ist, so daB nach dem Einfuhren zumindest ein Teil 

des zweiten Teilbereichs (11.2) in der Offnung verbleibt. 



20 Fig. 1 
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